DEl0023823Al.txt 

#DataBase : 
espacenet 

#Patmoni torversion : 
122 

#Downl oadDate : 

2004-02-09 

#Title: 

Multi-chip housing device has carrier supporting stacked chip components with 

lowermost chip component having contact coupled to terminal surface of carrier 

#Publ i cati onNumber : 

DE10023823 

#PublicationDate: 

2001-12-06 

#lnventor: 

NEUMAYER MARTIN (DE) ; WENNEMUTH INGO (DE) ; HAUSER CHRISTIAN (DE) 
#Applicant : 

INFINEON TECHNOLOGIES AG CDE) 

#Requested Patent: 

DE10023823 

#Appl i cati onNumber : 

DE20001023823 

#Appl i cati onDate : 

2000-05-15 

#Priori tyNumber: 

DE20001023823 ; 2000-05-15 

#IPC: 

HOlL23/50;HOlL25/065;H01L23/053 
#NCL: 

H01L25/O65S 
#Equivalents: 

#Abstract: 

The multi-chip housing device has a carrier (12) provided with at least one 
terminal surface (50,60) and at least 2 chip components (2,3) supported by the 
carrier one on top of the other, each having at least one electrical contact 
with the terminal surface or with the other chip component. The lowermost chip 
component has one main surface provided with at least one contact (10) facing 
towards the carrier and coupled via a bonding wire (5) passed through an opening 
in the carrier to a terminal surface on the opposite side of the carrier. 



Seite 1 



@ BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift 

® DE 10023 823 A 1 



DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



100 23 823.8 
15. 5.2000 
6. 12. 2001 



® Int. CI. 7 : 

H 01 L 23/50 

H 01 L 25/065 ^ 
HOI L 23/053 ^ 

CO 
CM 
00 

CO 
CM 

o 
o 

a 



@ Anmelder: 

Infineon Technologies AG f 81669 Miinchen, DE 

® Vertreter: 

Epping, Hermann & Fischer, 80339 Miinchen 



@ Erfinder: 

Neumayer, Martin, 84094 Elsen do rf, DE; Hauser, 
Christian, 93049 Regensburg, DE; Wennemuth, 
Ingo, 93055 Regensburg, DE 

(56) Entgegenhaltungen: 



DE 


199 05 220 A1 


DE 


299 02 754 U1 


US 


58 14 881 


US 


57 67 570 


US 


56 74 785 


US 


56 14 766 


US 


55 08 565 


EP 


04 61 639 A2 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Multichip-Gehause 

© Ein Chip (2) in einem Chipstapel (2, 3) ist mit Kontakten 
(10) zu dem Trager (12) hin ausgerichtet. Die Kontakte 
sind mittels Bonddrahten (5) durch Aussparungen in dem 
Trager mit Anschlussflachen (50) an dessen Unterseite 
oder mit Kontakten eines weiteren Chips nach Art einer 
Flip-Chip-Montage verbunden. Alternativ ist ein zentraler 
Kontakt mittels kurzer Bonddrahte uber eine auf dem Chip 
angebrachte Leiterbahn mit einer Anschlussflache des 
Tragers verbunden. Beidseitig eines auf dem Trager mit 
zu dem Trager hin ausgerichteten Kontakten angeordne- 
ten Chips konnen Abstandshalter zur Verbesserung der 
Warmeableitung vorhanden sein. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifFt ein Gehause fur 
mehrere Bauelemente auf einem gemeinsamen Trager. 
[0002] Bei Multichip-Gehausen, bei denen auf einem Tra- 5 
ger mindestens zwei Bauelemente, insbesondere Halbleiter- 
chips, ubereinander angebracht sind, treten eine Reihe von 
Problemen auf, die durch das Einfugen von Zwischentra- 
gern nur unzureichend beseitigt werden. Werden gleich 
groBe Bauelemente ubereinander montiert, kann wegen der 10 
geringen Oberflache des Stapels die entstehende Warme zu- 
meist nicht gut genug abgeleitet werden. Ein Problem der 
elektrischen Verdrahtung tritt auf, wenn eines der Bauele- 
mente einen zentralen Kontakt aufweist. Wird ein solches 
Bauelement als oberstes in einem Stapel angeordnet, kann 15 
mittels eines Bonddrahtes eine elektrisch leitende Verbin- 
dung von dem zentralen Kontakt zu einer Anschlussflache 
des Tragers hergestellt werden. Wegen der daraus resultie- 
renden Lange des Verbindungsdrahtes sind die Betriebsei- 
genschaften (performance) dieser Konstruktion oftmals nur 20 
ungeniigend; auch muss eine Umhullung des Bauelements 
mit einer Vergussmasse oder Pressmasse eine groBere Dicke 
aufweisen als sonst ublich. Damit verbunden ist eine weitere 
Einschrankung der Warmeableitung. Es wurde daher nach 
einer Moglichkeit gesucht, die vertikale Montage von Bau- 25 
elementen in einem Multichip-Gehause zu verbessern. 
[0003] Eine bekannte Losung besteht darin, Zwischentra- 
ger (Folien oder dergleichen) zwischen die gestapelten Bau- 
elemente zu setzen, so dass die Warme iiber diese Zwi- 
schentrager abgeleitet werden kann und die elektrisch lei- 30 
tenden Verbindungen zum Trager iiber Anschliisse an diesen 
Zwischentragern hergestellt werden konnen. Der gesamte 
Aufbau wird dadurch aber komplexer, und es ist erforder- 
lich, zusatzliche Kontaktierungen anzubringen. 
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine 35 
verbesserte und praktikable Anordnung als Multichip-Ge- 
hause anzugeben. Insbesondere soli eine ausreichende War- 
meableitung erreicht werden. Dartiber hinaus soli eine einfa- 
che elektrische Kontaktierung von Bauelementen mit zen- 
tralem Kontakt ohne Verwendung von Zwischentragern er- 40 
moglicht werden. 

[0005] Diese Aufgabe wird mit der Anordnung mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 gelost. Ausgestaltungen erge- 
ben sich aus den abhangigen Anspriichen. 
[0006] Das erfindungsgemaBe Multichip-Gehause ist eine 45 
Anordnung von mindestens zwei Bauelementen auf einem 
Trager, bei der zumindest ein Bauelement mit einer Haupt- 
seite, die mit einem oder mehreren Anschlusskontakten ver- 
sehen ist, zu dem Trager hin ausgerichtet ist. Die Anschluss- 
kontakte sind mit elektrisch leitenden Verbindungen verse- 50 
hen, die in Richtung zum Trager hin zu einer dem betreffen- 
den Bauelement zugewandten Hauptseite eines weiteren 
Bauelements, das an dieser Hauptseite ebenfalls einen oder 
mehrere Kontakte besitzt, oder durch Aussparungen in dem 
Trager auf Anschlussflachen an dessen von den Bauelemen- 55 
ten abgewandten Unterseite gefuhrt sind. 
[0007] Wenn das Bauelement, das mit der mit Kontakten 
versehenen Hauptseite zum Trager hin ausgerichtet ist, als 
unteres Bauelement angeordnet ist und dartiber ein weiteres 
Bauelement in groBerem Abstand von dem Trager angeord- 60 
net und so ausgerichtet ist, dass eine mit Kontakten verse- 
hene Hauptseite dieses weiteren Bauelements sich auf der 
von dem Trager weg weisenden Seite des weiteren Bauele- 
ments befindet, die Bauelemente also so ausgerichtet sind, 
dass ihre Ruckseiten einander gegenuberliegen, konnen 65 
zwischen die Bauelemente problemlos kleine Abstandshal- 
ter eingefugt werden. Mit diesen Abstandshaltern werden 
Zwischenraume erzeugt, die eine verbesserte Warmeablei- 
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tung ermoglichen. 

[0008] Wenn erfindungsgemaB mindestens ein Bauele- 
ment mit den Kontakten zum Trager hin ausgerichtet ist, 
kann in vielen Fallen der Stapel aus Bauelementen so aufge- 
baut werden, dass das oberste in dem Stapel vorhandene 
Bauelement zumindest in einem ausgedehnten zentralen Be- 
reich der von dem Trager abgewandten Hauptseite keinen 
Kontakt aufweist, der mit Bonddrahten versehen ist. In die- 
sem Bereich der Oberseite des Stapels braucht in diesen Fal- 
len keine einhullende Vergussmasse vorhanden zu sein, so 
dass hier eine unmittelbare Warmeableitung von dieser 
Hauptseite des oberen Bauelements an die Umgebung mog- 
lich ist, wohingegen die Vergussmasse wegen ihrer schlech- 
ten Warmeleitfahigkeit einen Warmestau verursachen 
wiirde. 

[0009] Eine Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen 
Gehauseaufbaus fur ein Bauelement mit zentralem Kontakt 
sieht vor, dieses Bauelement so anzuordnen, dass der zen- 
trale Kontakt dem Trager zugewandt ist. Damit wird es 
moglich, diesen zentralen Kontakt direkt auf einem weiteren 
zentralen Kontakt, der sich auf einem weiteren Bauelement 
oder auf dem Trager befindet, unter Verwendung eines Kon- 
taktlotes nach Art einer Flip-Chip-Montage anzubringen. 
[0010] Eine weitere Ausfuhrungsform des erfindungsge- 
maBen Gehauseaufbaus fur ein Bauelement mit zentralem 
Kontakt besteht darin, die mit dem zentralen Kontakt verse- 
hene Hauptseite des betreffenden Bauelements auf einem 
Trager zu montieren, der im Bereich des zentralen Kontak- 
tes eine Aussparung aufweist. Die Aussparung ermoglicht 
es, den zentralen Kontakt mittels eines Bonddrahtes elek- 
trisch leitend mit einer Anschlussflache auf der von dem 
Bauelement abgewandten Seite des Tragers elektrisch lei- 
tend zu verbinden. Es konnen so insbesondere alle elektri- 
schen Anschliisse der Kontaktflachen der Bauelemente iiber 
Bonddrahte mit Anschlussflachen auf der von den Bauele- 
menten abgewandten Seite des Tragers elektrisch leitend 
verbunden sein. 

[0011] Eine weitere Ausfuhrungsform des erfindungsge- 
maBen Gehauseaufbaus fur ein Bauelement mit zentralem 
Kontakt verwendet eine auf der dem Trager abgewandten 
Oberseite des oberen, d. h. dem Trager am weitesten ent- 
fernt angeordneten Bauelements angebrachte Umverdrah- 
tungsebene, die mindestens eine Isolationsschicht 14 und 
eine Leiterbahn 15 umfasst. Mittels eines kurzen zentralen 
Bonddrahtes ist der zentrale Kontakt des Bauelements mit 
der Leiterbahn verbunden. Die Leiterbahn fuhrt zum Rand 
des Bauelements wo ein weiterer Bonddraht angebracht ist, 
der die Verbindung zu den Anschlusskontakten des Tragers 
herstellt. 

[0012] Sind in dem Trager geeignet angeordnete Ausspa- 
rungen oder Fenster vorhanden, kann das erfindungsgemaBe 
Gehause auch fiir einen Stapel von vertikal zueinander an- 
geordneten Bauelementen eingesetzt werden, die solche Ab- 
messungen aufweisen, dass weiter oben in dem Stapel, d. h. 
in einem groBeren Abstand von dem Trager, angeordnete 
Bauelemente naher zum Trager hin angeordnete Bauele- 
mente seitlich iiberragen. Die auf den seitlich uberstehenden 
Randern der Bauelemente vorhandenen Kontaktflachen, die 
dem Trager zugewandt sind, konnen bei der erfindungsge- 
maBen Ausgestaltung des Gehauses elektrisch leitend mit 
den Anschlussflachen des Tragers verbunden werden, wah- 
rend derartige Kontaktflachen der Bauelemente bei her- 
kommlichen Gehausen nicht zuganglich sind. 
[0013] Es folgt eine Beschreibung einiger Bespiele des er- 
findungsgemaBen Multichip-Gehauses anhand der in den 
Fig. 1 bis 11 im Querschnitt gezeigten Ausfuhrungsformen. 
[0014] Fig. 1 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel mit Ausspa- 
rungen im Trager fur die Kontakte des unteren Bauelements. 
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[0015] Fig. 2 zeigt das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 
mil nur teilweise aufgebrachter Vergussmasse. 
[0016] Fig. 3 zeigt das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 2 
mit Abstandshaltern z wise hen den Bauelementen. 
[0017] Fig. 4 zeigt das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 2 
mit Abstandshaltern zwischen dem Stapel und dem Trager. 
[0018] Fig. 5 zeigt das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 3 
mit Abstandshaltern zwischen dem Stapel und dem Trager. 
[0019] Fig. 6 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel mit vorhande- 
ner Umverdrahtungsebene fur einen zentralen Kontakt. 
[0020] Fig. 7 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel mit vorhande- 
ner Umverdrahtungsebene und beidseitig des Stapels vor- 
handenen zentralen Kontakten. 

[0021] Fig. 8 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel mit Flip- 
Chip-Montage eines zentralen Kontaktes. 
[0022] Fig. 9 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel, bei dem 
samtliche Bonddrahte durch Aussparungen im Trager ge- 
fuhrt sind. 

[0023] Fig. 10 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel entspre- 
chend Fig. 1 mit unterschiedlich dimensionierten Bauele- 
menten und zentralem Kontakt. 

[0024] Fig. 1 1 zeigt das Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 

10 mit nur teilweise aufgebrachter Vergussmasse. 

[0025] In den nachfolgenden Beschreibungen sind die 
Kontakte 1 jeweils randseitig und die Kontakte 10 jeweils 
zentral angeordnet. Das erfindungsgemaB mit seiner mit ei- 
nem oder mehreren Anschlusskontakten versehenen Haupt- 
seite zum Trager hin ausgerichtete Bauelement ist jeweils 
das als erstes Bauelement 2 angegebene. Es ist ein zweites 
Bauelement 3 zur Erlauterung der relativen Anordnung der 
Bauelemente im Hinblick auf die bevorzugten Ausfuhrungs- 
formen angegeben. Es konnen bei weiteren Ausfuhrungsfor- 
inen der Erfindung mehr als zwei Bauelemente in dem Sta- 
pel vorhanden sein, ohne dass sich an der Ausgestaltung 
grundsatzliche Anderungen gegeniiber den nachfolgend be- 
schriebenen Beispielen ergeben. 

[0026] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 sind 
zwei Bauelemente 2, 3 so ubereinander angeordnet, dass das 
untere, auf dem Trager 11 angebrachte erste Bauelement 2 
auf der dem Trager zugewandten Hauptseite kontaktiert 
wird und das obere, d. h. von dem Trager 11 weiter entfernt 
angeordnete zweite Bauelement 3 auf der von dem Trager 

11 abgewandten Hauptseite kontaktiert wird. Fur die elek- 
trisch leitenden Verbindungen 5 zwischen Kontakten 1 des 
ersten Bauelements 2 und Anschlussflachen 50 auf der Un- 
terseite des Tragers 11 sind Aussparungen in dem Trager 
vorhanden. Die elektrisch leitenden Verbindungen 5 sind 
vorzugsweise Bonddrahte. Die Kontakte 1 des zwei ten Bau- 
elements 3 befinden sich wie ublich an der von dem Trager 
abgewandten Hauptseite des zweiten Bauelements 3 und 
sind in an sich bekannter Weise mittels elektrisch lei tender 
Verbindungen 6, vorzugsweise auch hier mittels Bonddrah- 
ten, mit Anschlussflachen 60 des Tragers 11 verbunden, die 
in diesem Ausfuhrungsbeispiel an der mit dem Stapel verse- 
henen Oberseite des Tragers liegen. Der Trager kann mit der 
von den Bauelementen 2, 3 abgewandten Unterseite auf eine 
Leiterplatte oder in ein weiteres Gehause eingesetzt und 
kontakdert werden, was in Fig. 1 durch eingezeichnete Lot- 
kugeln 9 als BGA (Ball Grid Array) angedeutet ist. Diese 
Lotkugeln sind mit den Anschlussflachen 50, 60 elektrisch 
leitend verbunden. Die Anschlusskontakte und die sonstige 
Ausgestaltung des Tragers gehoren nicht zu den erfindungs- 
wesentlichen Merkmalen; deshalb ist nur zur Vervollstandi- 
gung der Ausfuhrungsbeispiele jeweils ein BGA als ein 
mogliches Beispiel des Tragers eingezeichnet. Eine Ver- 
gussmasse 7 hullt die Oberseite der Anordnung ein und um- 
gibt zumindest die vorhandenen Bonddrahte schiitzend. 
[0027] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 2 ist im Un- 
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terschied zu dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 die Ver- 
gussmasse nur teilweise aufgebracht, z. B. kranz- oder strei- 
fenformig. In einem von Bonddrahten freien Bereich, in die- 
sem Beispiel einem zentralen Bereich, des Stapels ist die 
5 von dem Trager am weitesten entfernte Hauptseite des ober- 
sten Bauelements von der Vergussmasse 7 frei gelassen, so 
dass dort eine Aussparung 8 der Vergussmasse vorhanden 
ist, die eine bessere Warmeableitung ermoglicht. Diese Aus- 
sparung 8 kann mit einem gut warmeleitendcn Material ge- 
10 fullt sein (z. B. mit einer Warmeleitpaste), das eine bessere 
Warmeleitfahigkeit aufweist als die Vergussmasse. 
[0028] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 sind zwi- 
schen dem ersten Bauelement 2, das mit seiner mit Kontak- 
ten 1 versehenen Hauptseite erfindungsgemaB dem Trager 
15 U zugewandt ist, und dem dariiber in grbBerem Abstand 
von dem Trager 11 angebrachten zweiten Bauelement 3 ein 
Abstandshalter 23 vorhanden, der ringformig oder rahmen- 
fbrmig langs der Rander der gestapelten Bauelemente aus- 
gebildet sein kann. Dieser Abstandshalter kann eine struktu- 
rierte Zwischenschicht sein, die beispielsweise durch ein 
ausreichend dickes Band, eine Folie oder eine Klebstoff- 
schicht gebildet ist. Auch eine Mehrzahl von nur punktuell 
angebrachten Abstandshaltern in Gestalt kleiner Hocker 
oder dergleichen sind geeignet. Durch den Abstandshalter 
23 wird zwischen den Bauelementen ein Zwischenraum 18 
gebildet, der die Warmeableitung verbessert. 
[0029] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 4 sind der- 
artige Abstandshalter 24 zwischen dem Stapel und dem Tra- 
ger angebracht. 

[0030] GemaB dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 5 kon- 
nen Abstandshalter 23, 24 sowohl zwischen den Bauele- 
menten als auch zwischen dem Stapel und dem Trager vor- 
handen sein. Das ist eine Kombination der Ausfuhrungsbei- 
spiele gemaB den Fig. 3 und 4. 

[0031] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 6 besitzt 
das zweite Bauelement 3 einen zentralen Kontakt 10 und ist 
so angeordnet, dass sich der zentrale Kontakt 10 auf der von 
dem ersten Bauelement 2 und dem Trager abgewandten 
Hauptseite des oberen, zweiten Bauelements 3 befindet. 
[0032] In den vereinfachenden symmetrischen Darstellun- 
gen der Fig. 6 bis 11 ist der zentrale Kontakt 10 jeweils in 
der Mitte der Bauelemente eingezeichnet. Unter einern zen- 
tralen Kontakt ist im Zusammenhang mit der hier beschrie- 
benen Erfindung jeder nicht randseitig angeordnete Kontakt 
zu verstehen, also ein Kontakt, der nicht problemlos in her- 
kommlicher Weise mittels am Rand befestigter Bonddrahte 
kontaktiert werden kann. Zur genaueren Begriffbestimmung 
sei unter einem zentralen Kontakt im Sinne der Erfindung 
ein auf einer Hauptseite des Bauelements angebrachter Kon- 
takt zu verstehen, der sich innerhalb eines Bereiches dieser 
Hauptseite befindet, der von einer Begrenzungslinie einge- 
fasst wird, die die Abstande des Mittelpunktes dieser Haupt- 
seite von einem jeweiligen Randpunkt der Hauptseite hal- 
biert. Im Fall eines rechteckigen Chips liegt ein zentraler 
Kontakt gemaB dieser Definition folglich innerhalb eines 
Bereiches der Hauptseite, der durch ein zu dem Rand der 
Hauptseite konzentrisch angeordnetes ahnliches Rechteck 
halber Seitenlangen begrenzt ist. 

[0033] Urn den besagten zentralen Kontakt 10 in der Aus- 
fuhrungsform gemaB Fig. 6 mit einer Anschlussflache 60 
des Tragers elektrisch leitend zu verbinden, ist auf der mit 
diesem zentralen Kontakt 10 versehenen Hauptseite des 
oberen, zweiten Bauelements 3 eine Umverdrahtungsebene 
angebracht, die mindestens eine auf dem Bauelement aufge- 
brachte Isolationsschicht 17 und eine darauf angeordnete 
Leiterbahn 15 oder Leiterflache umfasst, die Bereiche inner- 
halb und auBerhalb der oben definierten Begrenzungslinie 
uberspannt. Die Leiterbahn oder Leiterflache stellt so eine 
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elektrisch leitende Verbindung von dem Zentrum der betref- 
fenden Hauptseite des zweiten Bauelements 3 zu deren 
Randbereich her. Dadurch ist es moglich, mittels einer ver- 
gleichsweise kurzen elektrisch leitenden Verbindung 16, 
vorzugsweise eines Bonddrahtes, zwischen dem zentralen 5 
Kontakt 10 und einem in dem Zentrum dieser Hauptseite lie- 
genden Anteil der Leiterbahn oder Leiterflache der Umver- 
drahtungsebene eine elektrisch leitende Verbindung zu ei- 
nem Randbereich des zweiten Bauelements 3 herzustellen. 
Dort ist eine herkommliche elektrisch leitende Verbindung, to 
zum Beispiel ein Bonddraht6, angebracht, der in der an sich 
bekannten Weise eine Verbindung zu einer Anschlussflache 
60 des Tragers 11 herstellt. Der an dem zentralen Kontakt 10 
angebrachte Bonddraht ist vorzugsweise mit einer Verguss- 
masse 70 geschulzt, die unmittelbar nach dem Bonden auf- 15 
gebracht wird. Das Gehause wird durch eine abschlieBend 
aufgebrachte, die Oberseite vollstandig abdeckende Ver- 
gussmasse 7 vervollstandigt. 

[0034] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 7 besitzt das 
untere, erste Bauelement 2 im Unterschied zu dem Ausruh- 20 
rungsbeispiel der Fig. 6 ebenfalls einen zentralen Kontakt 
10, der durch eine Aussparungen in dem Trager 12 hin- 
durch, vorzugsweise mittels eines Bonddrahtes 5, mit einer 
Anschlussflache 50 auf der Unterseite des Tragers 12 elek- 
trisch leitend verbunden ist. Es konnen an dem ersten Bau- 25 
element 2 zusatzlich randseitige Kontakte vorhanden sein, 
die wie in dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 6 durch weitere 
Aussparungen in dem Trager hindurch mittels elektrisch lei- 
tender Verbindungen mit an der Unterseite des Tragers vor- 
handenen weiteren Anschlussflachen 50 verbunden sind, die 30 
beispielsweise mit Lotkugeln 9 als Teil eines BGA versehen 
sein konnen. Die Bonddrahte 16, 5 auf den zentralen Kon- 
takten 10 sind auch bei diesern Ausfuhrungsbeispiel vor- 
zugsweise mit einer jeweiligen Vergussrnasse 70, 71 ge- 
schiitzt, die bereits unmittelbar nach dem Bonden aufge- 35 
bracht wird. Das Gehause wird durch eine alles umgebende 
Vergussrnasse 7 vervollstandigt. 

[0035] Der bei den Ausfuhrungsbeispielen gemaB den 
Fig. 6 und 7 oben angeordnete Aufbau mit zweitem Bauele- 
ment 3, zentralem Kontakt 10, elektrisch leitender Verb in- 40 
dung 16, Leiterbahn 15, Isolationsschicht 17 und Verguss- 
rnasse 70 kann besonders vorteilhaft in WSA-Technologien 
gefertigt werden. 

[0036] Bei der in Fig. 8 dargestellten Anordnung sind auf 
einem Trager 13 zwei Bauelemente 2, 3 angeordnet, die 45 
beide einen zentralen Kontakt 10 aufweisen. Das erste Bau- 
element 2 ist so angeordnet, dass die mit dem zentralen Kon- 
takt 10 versehene Hauptseite des ersten Bauelements dem 
Trager 13 zugewandt ist. Nach Art einer Rip-Chip-Montage 
ist der zentrale Kontakt 10 des ersten Bauelements mit dem 50 
zentralen Kontakt 10 des zweiten Bauelements 3, der hier 
unmittelbar auf dem Trager 13 angebracht ist, elektrisch lei- 
tend verbunden. Die elektrisch leitende Verbindung 4 ist 
beispielsweise durch ein Kontaktlot hergestellt. 
[0037] In der Fig. 8 sind noch Bonddrahte 6 dargestellt, 55 
die elektrisch leitende Verbindungen zu Anschlussflachen 
60 des Tragers herstellen, die auf der den Bauelementen zu- 
gewandten Seite des Tragers vorhanden sind. In der verein- 
fachten Darstellung der Fig. 8 ist an dem ersten Bauelement 
2 nur eine elektrisch leitende Verbindung 4 der zentralen 60 
Kontakte 10 eingezeichnet. Es konnen aber weitere elek- 
trisch leitende Verbindungen zwischen weiteren zentralen 
oder randseitig angeordneten Kontakten der Bauelemente 
vorhanden sein und/oder elektrisch leitende Verbindungen 
zwischen weiteren Kontaktflachen des ersten Bauelements 2 65 
und Anschlussflachen des Tragers, die mit Bonddrahten her- 
gestellt sind. Die in Fig. 8 dargestellte Ausfuhrungsform, 
bei der das erste Bauelement 2 ausschlieBlich iiber eine Flip- 
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Chip-Montage mittels Kontaktlotverbindungen (bumps) mit 
dem zweiten Bauelement 3 verbunden ist, besitzt den beson- 
deren Vorteil, dass die Dicke einer solchen Anordnung ge- 
ringer ist als die Dicke herkornmlicher vertikaler Gehause- 
formen. Die Vergussrnasse 7, die die Bauelemente umgibt, 
kann so niedrig aufgebracht werden, dass die vorhandenen 
Bonddrahte 6 ausreichend geschutzt sind, aber andererseits 
die nicht mit Kontaktflachen oder Bauelementen versehene 
Ruckseite 20 des ersten Bauelements 2 frei bleibt, wodurch 
eine gute Warmeableitung zur Umgebung bewirkt ist. 
[0038] Bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 9 ist das mit 
dem zentralen Kontakt 10 versehene erste Bauelement 2 auf 
dem Trager 14 angeordnet. In dem Trager 14 befindet sich 
im Bereich des zentralen Kontaktes 10 eine Aussparung, 
durch die hindurch der zentrale Kontakt 10 mittels eines 
Bonddrahtes als elektrisch leitender Verbindung 5 mit einer 
Anschlussflache 50 auf der von den Bauelementen abge- 
wandten Hauptseite des Tragers verbunden ist. Bei diesem 
Ausfuhrungsbeispiel uberragt das in groBerem Abstand von 
dem Trager angeordnete zweite Bauelement 3 das erste Bau- 
element an den Randem, so dass dort auf der dem Trager zu- 
gewandten Hauptseite des zweiten Bauelements 3 vorhan- 
dene Kontaktflachen 1 ebenfalls, vorzugsweise iiber Bond- 
drahte 5, mit Anschlussflachen 50 auf der von den Bauele- 
menten 2, 3 abgewandten Hauptseite des Tragers elektrisch 
leitend verbunden sein konnen. Diese Anordnung ermog- 
licht es, alle elektrischen Anschliisse an den Trager auf des- 
sen von den Bauelementen abgewandten Hauptseite anzu- 
bringen. Die Lotkugeln 9 des auch hier zur Vervollstandi- 
gung des Tragers als Beispiel eingezeichneten BGA werden 
so dimensioniert, dass eine Kontaktierung auf einer Leiter- 
platte moglich ist, ohne dass die zu den Bauelementen ge- 
fuhrten Bonddrahte beschadigt oder gar kurzgeschlossen 
werden. 

[0039] Wie in der Fig. 9 erkennbar ist, kann die das Ge- 
hause vcrvollstandigende Vergussrnasse auf Anteile 71, 72 
beschrankt sein, die jeweils nur die Bonddrahte umgeben. 
Der mittlere Anteil 71 der Vergussrnasse schutzt die durch 
einen Bonddraht gebildete elektrisch leitende Verbindung zu 
dem zentralen Kontakt 10 des Bauelements 2 und fiillt vor- 
zugsweise die an dieser Stelle in dem Trager vorgesehene 
Aussparung. Entsprechend bilden die weiteren Anteile 72 
der Vergussrnasse randseitige Abschlusse zum Schutz der 
dort vorhandenen Bonddrahte, die im ubrigen wie bei her- 
kommlichen Gehauseformen kontaktiert werden. Auch fur 
diese Bonddrahte kann eine geeignete Aussparung in dem 
Trager vorgesehen sein, wie das fur den in Fig. 9 links ein- 
gezeichneten Bonddraht beispiel haft eingezeichnet ist. 
Durch die raumliche Begrenzung der Vergussrnasse wird 
auch bei dieser Ausfuhrungsform eine geringe Dicke der 
Anordnung ermoglicht und ebenfalls erreicht, dass die 
Ruckseite 30 des am weitesten von dem Trager entfernten 
Bauelements 3 frei bleibt. 

[0040] Bei dem in Fig. 10 dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel werden Anschlussflachen 50, 60 auf beiden Hauptsei- 
ten des Tragers 12 genutzt. Der Trager 12 besitzt in diesem 
Beispiel nur eine Aussparung fur die elektrisch leitende Ver- 
bindung 5 zu dem zentralen Kontakt 10 des ersten Bauele- 
ments 2. Die ubrigen Kontaktflachen der Bauelemente 2, 3 
werden mittels Bonddrahten 6 mit Anschlussflachen 60 auf 
der den Bauelementen 2, 3 zugewandten Hauptseite des Tra- 
gers elektrisch leitend verbunden. Als Beispiel sind hier 
zwei Bonddrahte zu Kontakten 1 an der Oberseite des zwei- 
ten Bauelements 3 eingezeichnet. Es konnen noch weitere 
Bonddrahte vorhanden sein, die zu randseitig angeordneten 
Kontaktflachen auf der von dem Trager abgewandten 
Hauptseite des ersten Bauelements 2 gefuhrt sind. 
[0041] Eine Kombination der Anordnungen gemaB den 
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Fig. 9 und 10 ist moglich, wobei ein Teil der vorhandenen 
elektrisch leitenden Verbindungen der Kontaktflachen durch 
Aussparungen in dem Trager hindurch auf dessen Unterseite 
gefuhrt sind, wahrend andere Kontaktflachen mit An- 
schlussflachen auf der Oberseite des Tragers verbunden 5 
sind. Auch ist es moglich, die elektrisch leitende Verbin- 
dung 4 gemaB dem Ausfiihrungsbeispiel von Fig. 8 in einer 
der Anordnungen gemaB Fig. 9 bzw. Fig. 10 zusatzlich vor- 
zusehen. Falls z. B. in der Anordnung gemaB Fig. 10 das er- 
ste Bauelement 2 zusatzlich zu dem zentralen Kontakt 10 to 
auf der dem Trager zugewandten Hauptseite auch auf der 
gegenuberliegenden Hauptseite einen zentralen Kontakt 
aufweist, kann dieser zweite zentrale Kontakt in der in Fig. 
8 dargestellten Weise mit einem ebenfalls zentralen Kontakt 
auf der dem Trager zugewandten Hauptseite des zweiten 15 
Bauelements 3 elektrisch lei tend verbunden sein. 
[0042] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 1 ist die 
wegen der Bonddrahte 6 in dem Ausfuhrungsbeispiel von 
Fig. 10 etwas dicker als in den zuvor beschriebenen Beispie- 
len aufzubringende Vergussmasse im zentralen Bereich der 20 
Bauelemente ausgespart. Im Bereich dieser Aussparung 8 
liegt die Ruckseite 30 des zweiten Bauelements 3, die von 
dem Trager 12 abgewandt ist, frei, so dass auch hier eine 
bessere Ableitung der Warme erfoigt, als das durch die 
schlecht warmeleitende Vergussmasse hindurch der Fall 25 
ware. Die Vergussmasse 7 ist hier auf Anteile beschrankt, 
die die randseitigen Bereiche der Bauelemente mindestens 
bis auf die Hone der Bonddrahte 6 abdecken. Auch bei die- 
sem Ausfuhrungsbeispiel kann die Aussparung 8 wie bei 
den Ausfuhrungsbeispielen der Fig. 2 bis 5 mit einem gut 30 
warmeleitenden Material gefullt sein (z. B. mit einer War- 
meleitpaste). 

[0043] Die in den beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen 
von den Kontakten des oberen Bauelements zu Anschluss- 
flachen 60 an der den Bauelementen zugewandten Oberseite 35 
des Tragers gefuhrten Bonddrahte 6 konnen jcweils auch 
durch Aussparungen des Tragers hindurch zu Anschlussfla- 
chen 50 auf dessen Unterseite gefuhrt sein. Das ist in dem 
Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 9 fur den Fall gezeigt, dass 
die elektrisch leitende Verbindung fiir Kontakte 1 vorgese- 40 
hen ist, die auf einer dem Trager 14 zugewandten Hauptseite 
angeordnet sind. Grundsatzlich ist das aber auch fur Kon- 
takte auf einer von dem Trager abgewandten Hauptseite 
moglich. 

[0044] Weitere Abwandlungen und Ausgestaltungen des 45 
erflndungsgemaBen Multichip-Gehauses ergeben sich aus 
verschiedenen Kombinationen der Merkmale der beschrie- 
benen Ausfuhrungsbeispiele. Die hier beschriebene Erfin- 
dung erstreckt sich daher auch auf diese weiteren Abwand- 
lungen und Ausgestaltungen. 50 

Patentanspriiche 

1 . Anordnung als Multichip-Gehause, die aufweist 
einen Trager (11, 12, 13, 14) mit mindestens einer An- 55 
schlussflache (50, 60), 

mindestens zwei mit Kontakten (1, 10) versehene und 
auf dem Trager ubereinander angeordnete Bauele- 
mente (2, 3) und 

zu jedem Bauelement mindestens eine elektrisch lei- 60 
tende Verbindung eines Kontaktes des betreffenden 
Bauelements zu einer Anschlussflache oder zu einem 
Kontakt eines anderen Bauelements, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

zumindest ein Bauelement (2) mit einer mit mindestens 65 
einem Kontakt (1, 10) versehenen Hauptseite zu dem 
Trager hin ausgerichtet ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , bei der der Trager (11, 



12, 14) mindestens eine Aussparung aufweist und 
durch die Aussparung hindurch eine elektrisch leitende 
Verbindung (5) von einem Kontakt (1, 10) zu einer An- 
schlussflache (50) auf einer von den Bauelementen ab- 
gewandten Seite des Tragers hergestellt ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der zumin- 
dest ein Bauelement (2) auf einer Hauptseite einen zen- 
tralen Kontakt (10) besitzt, der innerhalb einer Begren- 
zungslinie angebracht ist, die die Abstande eines Mit- 
telpunktes der Hauptseite von jeweils einem Rand- 
punkt der Hauptseite halbiert, und dieses Bauelement 
so angeordnet ist, dass die Hauptseite mit dem zentra- 
len Kontakt dem Trager (12, 13, 14) zugewandt ist. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, bei der 

die mit dem zentralen Kontakt (10) versehene Haupt- 
seite auf einer mit einem weiteren zentralen Kontakt 
versehenen, gegenuberliegenden Hauptseite eines wei- 
teren Bauelements (3) angeordnet ist und 
eine elektrisch leitende Verbindung (4) zwischen dem 
zentralen Kontakt und dem weiteren zentralen Kontakt 
hergestellt ist. 

5. Anordnung nach Anspruch 3, bei der 

die mit dem zentralen Kontakt (10) versehene Haupt- 
seite auf dem Trager (12, 14) angeordnet ist, 
der Trager im Bereich des zentralen Kontaktes eine 
Aussparung aurweist und 

durch die Aussparung hindurch eine elektrisch leitende 
Verbindung (5) zu einer Anschlussflache (50) auf einer 
von den Bauelementen abgewandten Seite des Tragers 
hergestellt ist. 

6. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, bei 
der die Anschlussflachen (50) des Tragers (14), mit de- 
nen die Kontakte (1, 10) der Bauelemente (2, 3) elek- 
trisch leitend verbunden sind, ausschlieBlich auf einer 
von den Bauelementen abgewandten Seite des Tragers 
(14) vorhanden sind. 

7. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, bei 
der 

zumindest ein Bauelement (3) auf einer von dem Tra- 
ger (11, 12) abgewandten Hauptseite einen zentralen 
Kontakt (10) besitzt, der innerhalb einer Begrenzungs- 
linie angebracht ist, die die Abstande eines Mittelpunk- 
tes der Hauptseite von jeweils einem Randpunkt der 
Hauptseite halbiert, 

auf dieser Hauptseite eine von dem Bauelement durch 
eine Isolationsschicht (17) getrennte Leiterbahn (15) 
oder Leiterrlache angeordnet ist, die Bereiche inner- 
halb und auBerhalb der Begrenzungslinie iiberspannt, 
und 

eine elektrisch leitende Verbindung (16) zwischen dem 
zentralen Kontakt und der Leiterbahn oder Leiterrlache 
und eine elektrisch leitende Verbindung (6) zwischen 
der Leiterbahn oder Leiterrlache und einer Anschluss- 
flache (60) des Tragers oder einem weiteren Kontakt 
vorhanden sind. 

8. Anordnung nach Anspruch 7, bei der 

auf einer von der den zentralen Kontakt aufweisenden 
Hauptseite abgewandten Hauptseite eines Bauelements 
(2) ein weiterer zentraler Kontakt (10) vorhanden ist, 
die mit dem weiteren zentralen Kontakt versehene 
Hauptseite auf dem Trager (12) angeordnet ist, 
der Trager im Bereich des weiteren zentralen Kontak- 
tes eine Aussparung aurweist und 
durch die Aussparung hindurch eine elektrisch leitende 
Verbindung (5) des weiteren zentralen Kontaktes zu ei- 
ner Anschlussflache (50) auf einer von den Bauelemen- 
ten abgewandten Seite des Tragers hergestellt ist. 

9. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, bei 
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der zwischen zwei Bauelementen (2, 3) und/oder zwi- 
schen dem Trager (11) und einem darauf aufgebrachten 
Bauelement (2) ein Abstandshalter (23, 24) vorhanden 
ist. 

10. Anordnung nach Anspruch 9, bei der der Ab- 5 
standshalter (23, 24) eine strukturierte Zwischen- 
schicht ist, die ein Band, eine Folie oder eine Klebstoff- 
schicht ist. 

11. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
bei der eine von dem Trager (11, 12) am weitesten ent- 10 
ferate Hauptseite eines Bauelements (3) in einem von 
Bonddrahten freien Bereich von der Vergussmasse (7) 
frei gelassen ist. 

12. Anordnung nach Anspruch 11, bei der in dem von 
der Vergussmasse (7) frei gelassenen Bereich ein Mate- 15 
rial aufgebracht ist, das eine bessere Warmeleitfahig- 
keit aufweist als die Vergussmasse. 
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